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PARIS — La jeune pousse sophipolitaine Insight SiP,
spécialisée dans la conception de modules radiofréquence
ultra-miniatures, vient de finaliser un second tour de table
portant & un million d'euros le total des fonds levés au
cours des 18 derniers mois.

Ce tour de financement, orchestré par les actionnaires
historiques de la société et les investisseurs financiers
Success Europe et Primaveris, vise a aider Insight SiP a
développer des modules de communication pour les
marchés de la TV haute définition et des jeux vidéo, ainsi
qu'a déployer massivement ses ventes a l'internationale.

"Ce tour de table effectué avec des investisseurs

| prestigieux et a tres forte valeur ajoutée va accélérer notre

marche en avant et nous donner les moyens d'atteindre
notre objectif, & savoir devenir un leader mondial des
modules de communication sans fil", commente Michel
Beghin, directeur général d’'Insight SIP.
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Créée en 2005 a Sophia Antipolis par trois experts de la
microélectronique, Michel Beghin, Marc Vodovar et Chris
Barratt, la jeune pousse Insight SIP est spécialisée dans la
miniaturisation de modules RF via ['utilisation de la
technologie System-in-Package (SiP).

Insight SIP participe a des projets collaboratifs comme
Mimoc, en partenariat avec la R&D de France Télécom et
les laboratoires L2MP et LEAT du CNRS, ainsi qu'a des
projets au sein des poles SCS et Pégase pour le
développement de systémes de surveillance médicale a
distance et de capteurs embarqués pour l'avionique.
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Memory to rise to 3-D challenges

The semiconductor memory industry is
about to experience major technological
changes as three-dimensional multi-gate
structures push transistors and memory
architectures forward, according to a one-day
memory workshop held last month in Grenoble,
France, by leading researchers from around the
world.
=

Forte chute du marché francais des puces
en 2008

{Le Syndicat des Industries de micro et

| nanotechnologies, plus communément
appelé Sitelesc, présente un triste bilan
pour 'année 2008. Le marché francais des semi-
conducteurs a chuté de 16,8%, de 2 722 millions
d'euros de chiffre d'affaires en 2007 a 1 693 millions
d'euros en 2008.

=] Choisir un processeur faible

l conception

& Auparavant, pour concevoir un CPU

faible consommation, il fallait faire des

concessions sur les fonctionnalités, abaisser la
fréquence d'horloge, ou encore attendre l'arrivée de
nouvelles technologies permettant de réduire la
consommation d'énergie nécessaire en mode veille
comme en mode actif. Aujourd'hui, ce n'est plus le
cas : le monde des processeurs a subi des
transformations radicales.

Convergence power multi-corner multi-
mode : une nouvelle dimension pour la
conception des circuits intégrés

S'il est si délicat de franchir la limite des
65-nm pour produire des circuits intégrés,
c'est parce qu'il est extrémement difficile de gérer
efficacement la consommation associée.

Principes d'un convertisseur analogique-

numérigue (CAN)

Le numérique et I'analogique sont

omniprésents. Mais quelle est la

différence entre un CNA R-2R et un CNA
achaine de résistances ?
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For those of you
involved in embedded
systems
development: which
of the following types
of operating system
are you planning to
use in your next
project?

O In-house
developed OS
O commercial
proprietary

O Linux

O Android

O My project doesn't
need an OS
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ESC The key element in your next
embedded design.
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